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1. Uvod a cile

V rdmci vyzkumnych aktivit v oblasti novych technologii montaze CPV Cipl na keramické
substraty byly realizovany vzorky u kterych byly horni elektrody ¢ipu nakontaktovany pomoci
meédénych paskl s vrstvou pajky. Kontakt mezi ¢ipem a paskem i TPC médénou vrstvou a
paskem byl realizovan pretavenim pajky na Cu pasku. Tato technologie je alternativou
k bondovani zlatym mikrodratkem a umoZiiuje snazsi a rychlejsi realizaci CPV pfijimacu
sluneéniho zareni ve spole¢nosti Elceram.

Popis vzorka:

e Vzorky 1-6: Cu pasky stloustkou 90 um a vrstvou pajky SAC305, pajka nanesena
ponorenim do roztavené pajky, Twav ~ 221 °C, vyvody pdjeny v N2+VAK, vyvod na TPC
méd' pripdjen s pridavkem pasty NC-SMQ75

e Vzorky 7-12: Cu ETP s tloustkou 125 um a 20 um vrstvou pajky SnPbAg (62/36/2), sitka
pasku 2.3 mm, Twy ~ 178-180 °C, vyvody pajeny v N2+VAK

Fotografie TPC substratl s pfipajenymi hornimi elektrodami CPV Cip0.

2. Zkouska teplotnimi Soky
Podminky zkousky:

e Mezniteploty -40 °C az +125 °C

e Doba trvani jednoho cyklu: 15 + 15 min
e Rychlost zmény teploty: <10s

e Pocet teplotnich cyklG: 1000



Fotografie CPV receiver( pred a po teplotnich cyklech

1. 90 um pasek

Vzorek 2, pred teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.



Vzorek 5, pred teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.



Vzorek 6, pred teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.

2. 150 pum pasek
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Vzorek 8, pred teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.



Vzorek 11, pied teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.



Vzorek 12, pred teplotnimi Soky, po 1000 teplotnich Socich -40 °C az +125 °C.

3. Testovani funkénosti CPV receiverd kontaktovanych pomoci pask
po teplotnich Socich

1. 90 um pasek

Receiver 1:1=0,05A,U=2,760V

Receiver 2: 1=0,05A,U=2,732V



Receiver 3:1=0,05A, U=2,768V

Receiver4:1=0,05A,U=2,737V



Receiver 5: 1=0,05 A, U=2,743V

Receiver 6:1=0,05A, U=2,760V



2. 150 um pasek

Receiver 7: 1=0,05A,U=2,775V




Receiver 8:1=0,05A,U=2,776 V

Receiver9:1=0,05A,U=2,747V

Receiver 10: 1=0,05 A, U =2,744V
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Receiver 11:1=0,05 A, U =2,784V

Receiver 12:1=0,05A,U=2,779V
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4. Zhodnoceni

Z provedenych experimentl vyplyva, Ze ndhrada zlatého bondovaného spoje mezi horni
elektrodou CPV Cipu a kontaktni postfibfenou Cu ploskou na TPC substratu pajenym spojem
je mozna. Diky pouziti relativné masivniho Cu pasku je dosahovano vyrazné nizsiho
elektrického odporu privodl v porovnani s bondovanym spojem. Vytvoreny pajeny spoj ma
vyrazné vyssi mechanickou odolnost nez bondovany spoj a umoziuje tak snazsi manipulaci
s CPV prijimaci pred jejich zapouzdienim. Na rozdil od bondovaného spoje je v pripadé pajeni
mozné realizovat kontakt pfimo na Cu vrstvé TPC substratu a neni tedy nutné tisknout na
kontaktni Cu plosky stfibrnou mezivrstvu.

Pro praktické vyuziti je klicové, aby pdjeny spoj paskového vodic¢e na CPV Cipu vykazoval
odolnost proti teplotnim Soklm. Na zakladé provedenych zkousek je mozné konstatovat, ze
odolnost spoje pti teplotnich $ocich (dle normy CSN EN 60068-2-14) je dostate¢né vysoka. Po
1000 teplotnich Socich nebyly na vzorcich pozorovany zadné znamky poskozeni a vSechny
vzorky byly pIné funkcni, coz dokazuji fotografie z méreni CPV CipQ v 1. kvadrantu VA
charakteristiky.
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